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適用 3D プリンター

セラミック造形モデル

Gyroid01

02 オネジ & メネジ
応用領域： MEMS
特        性：
·オネジサイズ：2.8×2.4×4.8mm
  メネジサイズ：2.8×2.4×1.6mm
·造形材料：AL
·本体：microArch® S230

応用領域： エネルギー吸収、熱・物質移動
特        性：
·サイズ：10.0×10.0×10.0mm
·壁厚さ：0.22mm
·造形材料：AL
·本体：microArch® S240
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